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VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUM BENETZEN DER BUMPS EINES HALBLEITERCHIPS MIT EINER FLUSSIGEN SUBSTANZ

Einrichtung zum  Benetzen der Bumps  eines
Halbleiterchips mit einer fliissigen Substanz (12), mit
einer Grundplatte (2), in die wenigstens eine Kavitdt
(3) eingearbeitet ist, und mit einem nach unten
offenen, auf der Grundplatte (2) aufiiegenden Behdlter
(4) zur Aufnahme der fllussigen Substanz (12), wobei der
Behilter (4) und die Grundplatte (2) im Betrieb relativ
zueinander bewegbar sind und der Behdlter (4) wihrend
der Relativbewegung von der einen Seite der Kavitdt (3)
auf die andere Seife der Kavitdt (3) bewegbar ist.

Eine solche Einrichtung eignet sich insbesondere
zum Auftragen von Flussmittel, elektrisch leitendem
Epox oder Lotpaste auf die Bumps eines
Halbleiterchips.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Einrichtung zum Benetzen der Bumps eines Halbleiter-

chips mit einer fliissigen Substanz, wie beispielsweise Flussmittel.

Es ist bekannt, eine ebene Grundplatte mit einer Flussmittelschicht zu versehen, wobei die Schicht

mittels Rakeln aufgetragen wird. Bei diesem Verfahren geht ein relativ grosser Anteil des Flussmittels

verloren.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Auftragen einer fliissigen Substanz auf die Bumps eines

Halbleiterchips zu verbessern.

Die genannte Aufgabe wird erfindungsgemass gelost durch ein Verfahren zum Benetzen der Bumps
eines Halbleiterchips mit einer fliissigen Substanz, bei dem ein die fliissige Substanz aufnehmender,
nach unten offener Behéilter und eine Grundplatte, in die wenigstens eine Kavitit eingearbeitet ist, relativ
zueinander bewegt werden, wobei der Behdlter auf der Grundplatte gleitet und der Behilter wihrend der
Relativbewegung von der einen Seite der Kavitit auf die andere Seite der Kavitit bewegt wird, und

wobei die Bumps des Halbleiterchips in die Kavitit eingetaucht werden.

Eine erfindungsgemisse Einrichtung zum Benetzen der Bumps eines Halbleiterchips mit einer fliissigen
Substanz weist eine Grundplatte, in die wenigstens eine Kavitiit eingearbeitet ist, und einen nach unten

offenen, auf der Grundplatte aufliegenden Behilter zur Aufnabme der fliissigen Substanz auf, wobei der
Behilter und die Grundplatte im Betrieb relativ zueinander bewegbar sind und der Behilter wihrend der

Relativbewegung von der einen Seite der Kavitét auf die andere Seite der Kavitiit bewegbar ist.
Nachfolgend wird ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung niher erliutert.

Es zeigen: Fig.1 eine Einrichtung 1 zum Auftragen einer fliissigen Substanz in der Draufsicht,
Fig.2 die Einrichtung in der Seitenansicht, und

Fig.3 eine mit Flussmittel gefiillte Kavitt.

Die Fig. 1 und 2 zeigen in der Draufsicht und in der Seitenansicht eine Einrichtung 1 zum Auftragen
einer fliissigen Substanz wie beispielsweise Flussmittel, elektrisch leitendem Epoxy oder Létpaste. Die
Einrichtung 1 besteht aus einer linglichen Grundplatte 2, in die wenigstens eine Kavitit 3 eingearbeitet
ist, und einem nach unten offenen Behilter 4 zur Aufnahme der fliissigen Substanz. Im Betrieb gleitet
der Behilter 4 mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit auf der Grundplatte 2 zwischen zwei Positionen
P, und P,, die sich links und rechts der Kavititen 3 befinden, hin- und her. Die in Bewegungsrichtung
gesehen vordere und hintere Wand 5 bzw. 6 des Behilters 4 sind rund ausgebildet, wihrend die
Kavititen 3 quadratisch oder rechteckformig sind. Damit wird erreicht, dass das Fiillen mit der fliissigen

Substanz auf der Mittelachse 7 der Kavitét 3 beginnt und endet.
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Der Antrieb des Behilters 4 erfolgt z. B. mittels eines Schlittens 8, an dem der Behdlter 4 1sbar
befestigt ist. Der Schlitten 8 besteht aus einem unteren und einem oberen Schlittenteil 8a bzw. 8b. Der
Behilter 4 weist zwei Bolzen 10 auf, die in einer kreisférmigen Ausnehmung im oberen Schlittenteil 8b
gelagert sind. Der obere Schlittenteil 8b wird mittels einer Feder gegen den unteren Schlittenteil 8a in
Richtung gegen die Grundplatte 2 gezogen, so dass der Behilter 4 mit einer vorbestimmten Kraft auf der
Grundplatte 2 aufliegt. Der Schlitten 8 selbst wird mittels eines nicht dargestellten, beispielsweise
pneumatischen, Antriebs entlang einer parallel zur Grundplatte verlaufenden Fiihrungsschiene 9 hin- und
her bewegt, wobei sich der auf der Grundplatte 2 gleitende Behilter 4 mitbewegt. Um eine hohe
Abriebfestigkeit zu erreichen, sind die Grundplatte 2 und der Behdlter 4 bevorzugt aus gehirtetem
Chromstahl gefertigt.

Die am Behiilter 4 angebrachten Bolzen 10 befinden sich annshernd in der Gleitebene der Grundplatte 2,
so dass die vom Schlitten 8 bei der- Hin- und Her-Bewegung auf den Behilter 4 ausgeiibte Antriebskraft
in dieser Gleitebene angreift. Damit wird erreicht, dass die Antriebskraft in der gleichen Ebene angreift
wie die zwischen dem Behilter 4 und der Grundplatte 2 wirkenden Reibungskrifte. Die Antriebskraft
iibt somit kein Drehmoment auf den Behilter 4 aus, so dass der Behilter 4 bei der Hin und Her-

Bewegung nicht schaukelt, d.h. nicht von der einen Seite auf die andere Seite kippt.

Die Wand des Behilters 4 ist an ihrer Aussenseite mit einer schrig verlaufenden Kante 11 ausgebildet.
Bei der Bewegung des Behilters 4 staut sich die fliissige Substanz an der in Bewegungsrichtung gesehen
vorderen Kante 11. Die vom Behilter 4 auf die gestaute fliissige Substanz ausgeiibte Kraft steht
senkrecht zur Kante 11 und driickt daher die fliissige Substanz beim Uberfahren der Kavitit 3 gegen
unten ins Innere der Kavitit 3. Die Wand des Behilters 4 weist auch an ihrer Innenseite eine schrig
verlaufende Kante auf, so dass die fliissige Substanz beim Uberfahren der Kavitit 3 auch hier gegen

unten ins Innere der Kavitit 3 gedriickt wird.

Die Fig. 3 zeigt die mit Flussmittel 12 als fliissiger Substanz gefiillte Kavitit 3. Die Dicke d der

Flussmittelschicht ist um etwa 20 bis 30 pm geringer als die Tiefe t der Kavitiit 3, wobei aber Flussmittel
12 entlang des Umfangs der Kavitit 3 bis zum oberen Rand 13 der Kavitiit 3 reicht. Dank der Erfindung
ist die Kavitdt 3 homogen mit Flussmittel 12 gefiillt, wobei die Viskositit des Flussmittels 12 in einem
weiten Bereich von mindestens 8000 bis 45000 cP keine Rolle spielt. Beim Eintauchen eines mit Bumps
versehenen Halbleiterchips in die Kavitit 3 werden daher alle Bumps gleichermassen mit Flussmittel

benetzt.

Da es nur auf die Relativbewegung zwischen dem Behiilter 4 (Fig. 1) und der Grundplatte 2 ankommt,
ist es bei der in der Fig. 1 dargestellten Einrichtung zum Auftragen einer fliissigen Substanz auch

moglich, den Behilter 4 ortsfest anzuordnen und die Grundplatte 2 hin und her zu bewegen. Bei einem
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weiteren Ausfiihrungsbeispiel konnte dann die Hin und Her-Bewegung der Grundplatte 2 durch eine
rotative Bewegung ersetzt werden, wobei dann die Grundplatte 2 eine kreisformige Scheibe mit den

eingearbeiteten Kavititen 3 wire, die um ihren Mittelpunkt gedreht wird.
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ANSPRUCHE

1. Verfahren zum Benetzen der Bumps eines Halbleiterchips mit einer fliissigen Substanz (12), bei
dem ein die fliissige Substanz (12) aufnehmender, nach unten offener Behélter (4) und eine Grundplatte
(2), in die wenigstens eine Kavitit (3) eingearbeitet ist, relativ zueinander bewegt werden, wobei der
Behilter (4) auf der Grundplatte (2) gleitet und der Behilter (4) wihrend der Relativbewegung von der
einen Seite der Kavitit (3) auf die andere Seite der Kavitit (3) bewegt wird, und wobei die Bumps des

Halbleiterchips in die Kavitit (3) eingetaucht werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundplatte (2) ortsfest angeordnet
ist und dass der Behlter (4) auf der Grundplatte (2) hin- und her gleitet.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass auf den Behilter (4) eine Antriebskraft
ausgeiibt wird, die in der Gleitebene der Grundplatte (2) angreift.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Behilter (4) ortsfest angeordnet ist
und dass die Grundplatte (2) bewegt wird.

5. Einrichtung zum Benetzen der Bumps eines Halbleiterchips mit einer fliissigen Substanz (12), mit
einer Grundplatte (2), in die wenigstens eine Kavitit (3) eingearbeitet ist, und mit einem nach unten
offenen, auf der Grundplatte (2) aufliegenden Behilter (4) zur Aufnahme der fliissigen Substanz (12),
wobei der Behilter (4) und die Grundplatte (2) im Betrieb relativ zueinander bewegbar sind und der
Behilter (4) wihrend der Relativbewegung von der einen Seite der Kavitit (3) auf die andere Seite der

Kavitit (3) bewegbar ist.

6. Einrichtung (1) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundplatte (2) ortsfest
angeordnet ist und dass der Behilter (4) zwischen zwei Positionen (Py; P2), die sich beidseits der

wenigstens einen Kavitit (3) befinden, auf der Grundplatte (2) hin- und her gleitbar ist (Fig. 1).

7.  Einorichtung (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Behiilter (4) von einem
Antrieb (8) angetrieben wird, wobei die vom Antrieb (8) auf den Behdlter (4) ausgeiibte Antriebskraft in
der Gleitebene der Grundplatte (2) angreift.

8. Einrichtung (1) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Behilter (4) ortsfest
angeordnet ist und dass die Grundplatte (2) beweglich ist.

9. Einrichtung (1) nach einem der Anspriiche 5bis 8,dadurch gekennzelchnet,dass eine vordere und

eine hintere Wand (5, 6) des Behilters (4) auf der Aussenseite mit einer schrig verlaufenden Kante (11)
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ausgebildet sind (Fig. 2).

10. Einrichtung (1) nach einem der Anspriiche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen aus
einemn unteren und einem oberen Teil (8a; 8b) bestehenden Schlitten umfasst, wobei der obere Teil (8b)
den Behdlter (4) aufnimmt und wobei der obere Teil (8b) mittels einer Feder gegen den unteren Teil (8a)

gezogen wird, um den Behiilter (4) gegen die Grundplatte (2) zu driicken (Fig. 2).

11. Einrichtung (1) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der obere Teil (8b) des
Schlittens eine Ausnehmung umfasst, in der ein am Behilter (4) angebrachter Bolzen (10) gelagert ist,
wobei sich der Bolzen (10) annihernd in der Gleitebene der Grundplatte (2) befindet (Fig. 2).



AT 006 396 Ul

Fig.2

e —d

| Sy——

10 ~—

Fig.3

N



AT 006 396 U1
OSTERREICHISCHES PATENTAMT

Recherchenbericht zu GM 286/2003

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands geméf IPC”:

H 01 L 23/488, 23/50, H 05 K 3/34, B 05 C 3/04, 5/02, B 23 K 3/00

Recherchierter Priifstoff (Klassifikation):

HO01L, HO5K B0O5C,B23K

Konsultierte Online-Datenbank:

WPI|, EPODOC, PAJ

Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 24.04.2003 eingereichten Ansprichen erstelit.

Die in der Gebrauchsmusterschrift versffentlichten Anspriiche konnten im Verfahren gesndert worden sein (§ 19 Abs. 4 GMG), sodass
die Angaben im Recherchenbericht, wie Bezugnahme auf bestimmte Anspriiche, Angabe von Kategorien (X, Y, A), nicht mehr
zutreffend sein miissen. In die dem Recherchenbericht zugrundeliegende Fassung der Anspriiche kann beim Osterreichischen Patentamt
wiihrend der Amtsstunden Einsicht genommen werden.

Kategorie*) | Bezeichnung der Verdffentlichung: Betreffend Anspruch
Lindercode”, Verdffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder),
Verosffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich

A JP 11-121916 A (MURATA) 1-11
30. April 1999 (30.04.99)
Fig. 1-3, WPI-Abstract

A DE 40 22 545 A1 (SIEMENS) 1-11
23. Janner 1992 (23.01.92)
Spalte 1, Abstract

A JP 10-058135 A (HITACHI) 1-11
3. Méarz 1998 (03.03.98)
Abstract, Figur

A JP 11-054516 A (NIPPON STEEL) 1-11
26. Feber 1999 (26.02.99)

A US 4 139 613 A (HEFELE) 1-11
13. Feber 1979 (13.02.79)

A US 5 565 033 A (GAINES et al) 1-11
15. Feber 1996 (15.02.96)

A JP 08-173875 A (DAINIPPON...) 1-11
9. Juli 1996 (09.07.96)

A EP 0 095 678 A2 (BASF) 1-11
7. Dezember 1983 (07.12.83)

A US 4 678 015 A (RAQUE et al) 1-11
7. Juli 1987 (07.07.87)

A US 4 733 594 A (BAJOHR) 1-11
29. Marz 1988 (29.03.88)

Datum der Beendigung der Recherche: Prifer(in):

13. Juni 2003 Dipl.-Ing. HEINICH

T Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Erléuterungsblatt!

[ Fortsetzung siehe Folgeblatt

Recherchegbericht — Blatt 1
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Eriduterungen zum Recherchenbericht

Die Kategorien der angefiihrten Dokumente dienen in Anlehnung an die Kategorien der Entgegenhaltungen
bei EP- bzw. PCT-Recherchenberichten nur zur raschen Einordnung des ermittelten Stands der
Technik. Sie stellen keine Beurteilung der Erfindungseigenschaft dar:

"A" Versffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.

"Y" Verbffentlichung von Bedeutung: der Anmeldungsgegenstand kann nicht als auf erfinderischer
Titigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veréffentlichung mit einer oder mehreren weiteren
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung fiir einen

Fachmann naheliegend ist.

"X" Versffentlichung von besonderer Bedeutung: der Anmeldungsgegenstand kann allein aufgrund
dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfinderischer Tétigkeit beruhend betrachtet werden.

"P" Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie ,X*), jedoch nach dem Prioritétstag der
Anmeldung verdffentlicht wurde.

"&" Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist.

Lindercodes:

AT = Osterreich; AU = Australien; CA = Kanada; CH = Schweiz; DD = ehem. DDR; DE = Deutschland;
EP = Europiisches Patentamt; FR = Frankreich; GB = Vereinigtes Kénigreich (UK); JP = Japan;

RU = Russische Féderation; SU = Ehem. Sowjetunion; US = Vereinigte Staaten von Amerika (USA);
WO = Veréffentlichung gem. PCT (WIPO/OMPI); weitere Codes siche WIPO ST. 3.

Die genannten Druckschriften konnen in der Bibliothek des Osterreichischen Patentamtes wahrend der
Offnungszeiten (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr 30, Dienstag von 8 bis 15 Uhr) unentgeltlich
eingesehen werden. Bei der von der Teilrechtsfahigkeit des Osterreichischen Patentamts betriebenen
Kopierstelle kénnen Kopien der ermittelten Veroffentlichungen bestellt werden.

Auf Bestellung gibt die von der Teilrechtsfahigkeit des Osterreichischen Patentamts betriebene
Serviceabteilung gegen Entgelt zu den im Recherchenbericht genannten Patentdokumenten allfillige
versffentlichte "Patentfamilien" (den selben Gegenstand betreffende Patentveréffentlichungen in anderen
Lindern, die iiber eine gemeinsame Priorititsanmeldung zusammenbéngen) bekannt.

Auskiinfte und Bestellméglichkeit zu diesen Serviceleistungen erhalten Sie unter der Telefonnummer

01 /534 24 - 738 bzw. 739;

Schriftliche Bestellungen:

per FAX Nr. 01/ 534 24 — 737 oder per E-Mail an Kopierstelle@patent.bmvit.gv.at

Erlauterungsblatt zgm Recherchenbericht
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Erlauterungen

Die ersten vier Dokumente zeigen das Léten von Halbleiterchips bzw. von
gedruckten Schaltungen mit ,BUMPS*. Die Ubrigen das Aufbringen von Filmen
bzw. Flussigkeiten. 4 Literaturstellen sind durch die aquivalente US 6 293 317 B1

bekannt.
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